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MId=™  |ntroduzione

» La fase di raffreddamento € una delle fasi piu critiche e determinanti nello
stampaggio delle materie plastiche, lo € sia dal punto di vista tecnico che
economico.

« Dal punto di vista tecnico perché influenza direttamente la qualita del
pezzo.

« Dal punto di vista economico percheé incide in modo importante sul tempo
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™ L'analisi di raffreddamento in Moldex3D

« Convalida e ottimizza il progetto del sistema di raffreddamento.
« Uniformita della temperatura delle parte migliorata grazie a diversi design di
raffreddamento.

Design 1 Design 2 Design 3




MIdE™ | "analisi di raffreddamento in Moldex3D

» Stima tempo di raffreddamento necessario.
« Una migliore progettazione del sistema di raffreddamento puo ridurre i tempi di
raffreddamento e accorciare il ciclo di produzione.
Original design New cooling design
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™ L'analisi di raffreddamento in Moldex3D

« Simula la distribuzione della temperatura dello stampo e della parte in

qualsiasi momento del ciclo in 3D.
« Aiuta a individuare i punti piu caldi cosi da provare ad eliminarli con diversi progetti
di raffreddamento.
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MIdE™ | analisi di raffreddamento in Moldex3D

* Monitorare la variazione della temperatura dello stampo.
» Aiuta a comprendere la differenza di velocita di raffreddamento e il tempo di risposta

dello stampo.

Attribute Wizard X Cooling-Temperature
84.000

4 Attribute
Attribute:
Sensor Node

4 Other Parameters
Sensor Group |D:
2
‘ | 79.200 —
User Defined Group
[ Not specified -]

Close

7 74400 -
..._:_.i

History

Data

Molding Property =l ‘ 69.600
Molding Property
Measuring Face

— Sensor Node —
All Sensor

2

GazH1 1)

64.800 —|
Group3

Group1 "

Group2 r |

— = i Flow '
Probe Node g o o Pack Cool

I | | I
All Probe 123.000 128.400 133.800 139.200 144.600 160.000

Open
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MIdE™ | "analisi di raffreddamento in Moldex3D

» Valutare l'effetto di raffreddamento sui difetti del prodotto.

« In particolare le deformazioni e i segni di risucchio.

87% improved

| risucchi corrispondono solitamente
alle sezioni delle nervature, dove
I'accumulo di massa &€ maggiore
rispetto ad altre aree. Pertanto senza
un adeguato raffreddamento della
superficie, si possano verificare segni
in corrispondenza delle nervature.
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* Transient Cool
« L’analisi di raffreddamento di default in Moldex3D €& quella che molto piu comunemente &

conosciuta come Transient Cool.

=
= &8
Computir

Manage

Analysis Computation
illing -F
Packing -P
| @ Cooling -Ct |

Warpage -W
Stress -S
Filling & Packing -F P
Process Simulation -F/P/Ct\W
Mold preheat-Cph
Transient Analysis -CtF P Ct'W

@ Computation Parameter

[ F] F|ow,-"F'ack’ {3 Hot Runner Steady @ cool Im Warp l B stress I ) vens I L

W Cooling channel analysis by

4

IHun 3D solid cooling channel analysis

=

I+ Cycle-Average

= Fully-Transient
= Muttiple time steps output setting :
+! Cooling : 25
+- Opening : 10
+| Filing - 10
++ Packing : 10
- Solver parameters
Max. cycle number : 10
Type: Maximum vanation of mold temperature
Temperature difference {oC); 1.000
[ Muttitime steps output for all cycles

1+ 3D solid cocling channel

= Mnld Preheat
£

X

Max. cycle number:

Temperature tolerance

IMaxjmum variation of mold temperature j

* By temperature difference: |1 oC (0.1~10)

" By temperature difference ratio:

Default |

Mold
Temperature

v

0K I Cancel

/- Real temperature T

Time




mMIdE™  Eunzionalita avanzate

 Metodo di raffreddamento Transient.

» Possibilita di gestire, grazie all’analisi transient, le variazioni di temperatura
~allinterno del sinaolo ciclo.

e G
B [oldex3D Process Wizard

#

Project Settings | Filling/Packing Cooling | Summary |

Itern Va-iue | Jnit |
I Cooling method Transient j
Initial Mold Temperature. B0 ac

Cooling/ Heating... ||  Mold Metal Material..
CoolantInletiD | Control point | Time (sec) | | T(oC) [j@@min) || coolant |D(mm) |Re |
EC1(Group1) |2 0 120 2 water |-
1-1 5 20 2 water _~/-
1-2 20 120 2 water -
| 2 Sec | 3 Sec | 15 Sec | 5 Sec |
IFILLI PACK l COOL | OPEN |

Control Point 1
Control Point 2
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 Metodo di raffreddamento Transient.

Variazioni di portata nel ciclo e gestione contemporanea di raffreddamenti e reS|stenze

snced Settin

Cooling / Heating |MOId Metal Materiali Estimate Cooling Time l

[ )
per temperatura o per potenza.

CoolantinletID | Control point | Time (sec) |T(oC) | Q Umin) l;lc:mlant D(mm) |Re
EC1(Group1) |2 0 100 o water |8 0

1-1 5 100 |40 water |8 364326

1-2 12 100 o water |8 0
EC2(Group2) |2 100 |o water ¥ 0

2-1 100 |40 water |8 364326

22 12 100 fo water |8 0

Coolant & Heater Layout

| Machine Interface [

|a gimin)| | coctant| p (mm)|Re |

Cooling

Setting - | By flow rate v
CoolantInlet1D| Control pcﬂnt| Time (sec)| T (oC)
EC2 {Group 1) |0 0 Refer to Mold Temperature 7.2
EC3 {Group 2) |0 0 Refe.r to Mold Temperature .?.2
EC4 (Group 3) |0 .{] Refer to Mold Temperature 7.2

Apply current setting to group |

Wa. Ti8 34542
Wa.._.'..!B 34542
Wa. .:18 134542

Apply current setting to all

Heating

Heating rod ID Heating method |.Control point | Time (sec) | Value | Unit |

RH1 By power ~lo 0 000 W T
Temperature Control Setting X

Control method:

Off

Ll |

Heating rod IT| Col On/Of control nsar node ]I‘ Target temper:| Upper Range || Lower Range {|
RH1 o |PID control I 240 5 i

*




mMIdE™  Eunzionalita avanzate

» Cooling channel analysis per raffreddamenti conformali.

* Prevede la perdita di pressione, la distribuzione di velocita/temperatura all'interno dei
canali e gli effetti della rugosita superficiale.

@ Computation Parameter ? x

3 Aowrack @ ool | Warp | B stress | [ vErOptics | 8 Genersl |

W Cooling channel analysis by
Run 3D solid cocling channel analysis d
Run cooling channel network analysis

Run 3D solid cooling channe! analysis
- Loaling ;

+! Filing ; 10

| [+ Packing : 10
- Solver parameters :

i~ Max. cycle number : 10

- Type: Maximum variation of mald temperaturs
|~ Temperature difference (oC): 1.000
el LMt stens mutout for ol cueles
Bl 30 solid cooling channel

- [¥ Using turbulence modeling

Conventional Conformal

- Mold Preheat

=1 Multinla time stens oot setine - b
£ >

Template set‘tmgl ok | cancel |




. Moulding
m I d Innovation
Day

i Funzionalita avanzate

* Moldex3D puo aiutare nello sviluppo di geometrie complesse grazie ai risultati specifici

dell’analisi CFD.

Model Shadod Model

B e
H
Moldex3D
w | rirra G

. Moldex3D
e &

ex

A

.“ Moldex3D

Model_Shaded Model

CHLME! POLYLAC PATOT]
indlerinad

RGO /AES_POLYLACPATOT 1 MDXProjesi20110603 Cc
20 mim), Ep=73,26( o= 731,906 Em=2,136, 475, <Mie/ELI

200

Different velocity




mMIdE™  Eunzionalita avanzate
e Simulazione Advanced Hot Runner (AHR

» Supporta la modellazione completa della camera calda

Melt temperature in the runner 4

Cooling_Temperature Attr

b 1o Mold temperature | -

e 220830

220466 |
S Cooling_Temperature

%100 foc]
201536 e 230041

4 Other Parameters
102071 217924
182,606 205.808 I
173441 193,602 =
163.677 181575
150212 160.450 =
a7 1504; . Heat conduction faces. 950
135282 145.225
125817 221
e 1209 Attribute Wizard |
1088 —
106,868 - Select heat conduction faces: % 84
97.423 4 §
47050 - 84.645 I iy [ Always keep original faces
Time = EOC - 72528 .
MOIdeX3D s [¥] Spread selection from the hit face
T 71 Run 3iadvanced hot mnner Qevelamde/ABS_STYLACYAZS 1rnteEiot Runner Simulation S.pro i e
— 383 Rng:85~230 Avg: 218 oC (Enhanced Soler), Ep=006,692 £0=0 Em=0 Emr-v 138,116 (FastCool) <eDesignf> T M Id 3 ek iate ate NolSiol.
210 ARzt ot her 200 mn olaex D (2 Show hotkey tips
R11.0Beta (100.4) 15:35:43-09-26-2011 oo ~s. 50 Run advanced hot muner (levelDynde/ABS_STYLACYA29 1 ratr Spro
i 383 mng: 0~ 230 Avg 0 0C,Ep=506,602 Ec=0 Em=0 Emi=1,135,116 (Fasrcooa
29“ Advanced hot rnner 3000 mm
R11.0Bsts (100.4] 16:31:11.08.292011 L i
€] Computation Parameter 7 *

0 _Temparatire
0 ey
200.160

= FIowa'ack] {3 Hot Runner Steady & cool ;i MCM ] | Warpl B stres 1 I L4

202000
e [™ Cooling channel analysis by
1208

165.031

iHun cooling channe! netwark analysis I

el Advanced hat nner options )

Apply air gap boundary condition on hot runner metal
[ Run steady state analysis

158.725
152490
146110,

pemery

133.504
127.190
120.003

-8 114508
Time - EOF




midE®  Eunzionalita avanzate

 Simulazione dell'effetto di resistenza al contatto termico

» Nell'analisi di raffreddamento, si presume che gli oggetti siano in perfetto contatto, ma
nella realta cid non sempre avviene. Dal punto di vista microscopico, si verificheranno
degli spazi tra i diversi oggetti. Questo effetto pud essere simulato tramite 'HTC

(coefficiente di scambio termico).

#*

Heat Transfer

Coefficient
AT Heat Transfer
—> - S
gap S

* Dopo aver considerato questo effetto di resistenza al contatto
termico, possiamo evitare di sovrastimare il trasferimento di calore, .

HTC >
¥ B.C.Data
Name: [HTC 1 |
Target <Select Target> Q -@-

4+ Setting
[&] In Mold {W/m"2.K)
[s000.000 |

[] Mold Release (Wim*2 K)
[s000.000 |

Annealing (Wim*2 K)

|s000.000 |




MIdE™  Funzionalita avanzate

» Simulazione con le piastre dello stampo

* Analisi termica completa con tutti i componenti 3D dello stampo che hanno un impatto
importante sulla distribuzione della temperatura.

4 @ M Model
: Perspective v Run 2
B Part(4) wes @ Filling_Melt Front Time
¥ @ 17 Cold Runner(1) a5 - Time = 1.818 sec (EOF)
= 0 s [sec]
b @ 5= Mold Plate (Movable)... 5 kx Pt
® F=I Mold Plate (Fixed)(6} &)
¥ @ 5= Mold Insert(1) U
v @ M cooling Channel(4)
» @ @ Boundary Conditon.. 1333
» @ W Boundary Conditions
1.091

0.848

0.606

30.00mml_____| Moldex3D
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« Simulazione dello stampo e analisi di preheat
» Per ottenere una temperatura dello stampo piu stabile, il preriscaldamento dello stampo

€ una tecnica comune utilizzata per riscaldare la base dello stampo prima dell'inizio di
un ciclo di stampaggio.

Unit
|-
oC
oC
sec

Item Value

Cooling method Transient

Initial Mold Temperature 50

Air Temperature 25

Mold-Open Time 5

Ejection Timing After Mold Open

Mold preheat | | Setting i I

Mold Preheat Setting

Mold preheat

Maximum preheat time: | 1000 sec

| Cavity surface temperature

Analysis Sequence:

*

Analysis Sequence: |Cooling -Ct

Customize == Save

Mame: |Cooling_1

Be

Cancel

Available analysis Selected analysis

Up

Filling
Curing

Mold preheat
Goaling

. Bown,
Delete.

Warpage
Opfics Rl
Cooling

Stress

Mold preheat

Mold Real temperature T
Temperature /
Mold-Preheati Transient
Time

Heating

Heating rod ID Heating method ‘ Cantrol point Time (sec) Walue Uni
RH4 By power ~lo 0 30000 W
RHE By power .;] 0 0 300.00 w
RHEB By power ~lo 0 300.00 w
RH7 By power _Li 0 0 300.00 w
Temperature Control Setting x

Control method: .Oﬂ.v‘OﬁcuntroI ~

Heating red IC Conﬂonoir|T\me |Sensornode Il| Target temper:| Upper Range (| Lower Range |
RH4 o 0 120 5 5
RH5 0 0 120 5 5y
RHE o .0 .120 5 .E
RH7 0 .0 .120 5 5

4918

45.858

4278

39.59

3639

33.20

3000 g

Cooling - Cavity Suface Average Terperature
e

¥

—o— Cavity Surface Average Tempémtu:re [02] ‘

e

0000 0058 0118 0477 0236 0286 0355 0414 0473 0532 0591

Time [sec] IsE2]




Caso di studio — Frigel Syncro
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mid g
d+ Mesh

Model Details

R
KD

Eg Mesh Type Solid

g?}_ > Solid Mesh Element Count 805,942

555 Part 355,044

Byl

"}ﬁﬂg{ﬁv‘ Cold Runner 87,163
AR

Qﬂ%‘?‘ Moldbase 303276

s Cooling Channel 60,450

A AV g :

Surface Mesh Element Count 54,340

Part 41,544

Runner 12,796

Dimension mm

Part 39.74x22 44%118.35

Mold 156.00x128 .60x195.00

Projection Area cm?®

In Parting Direction (Z) 34 895

Volume cc

Fart 18.40

Cold Runner 242

Mesh solida BLM di tutto il modello.

Parte, materozza, raffreddamenti, distributore e stampo.
Totale elementi 0.8M.

Parte di piccole dimensioni: 40x45 mm circa.
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gk Materiale

SCHULABLEND (ABS-PA) M-MK NC800 | ABS+PA | A. Schulman

Overview Viscosity PVT Heat Capacity Thermal Conductivity

Quality Index Analysis

Quality Level : ¢ 9% 9% i |

Viscosity
5

Process Conditions Specific Volume

Mechanical Properties Heat Capacity

Thermal Conductivity

Mechanical Properties

Elastic Modulus ]

Poisson's Ratio
E=3 so0mi010(dynesemy "L

0.390[]

CLTE
7.40E-005 [1/°C]

Filler Content
MNone

I

Mechanical Properties

Processing Curves

Viscosity [o/{cm.s)]

10

25 100 200 300
< Temp.[C] >
Heat Capacity [erg/(g."C)]
4.93x107
4042107

2 26x107 | et

A
3.15+107 J N
|
H

1372107 |
25 100 200 300
Temp. [*C]

Process Conditions [Show Bar in Charts]

A,
Transition Melt Temp. Ereeze
Temp. Temp.
197 [°C] 240 [°C] 196 [°C]

Process Conditions

Material File Version- 1.1.0

Specific Volume [cc/g]
1,04
1,00
0,95
0,91

0,36 |
25 100 200 200

< Temp. [°C] >

Thermal Conductivity [erg/{s.cm."C}]
3.02x10°
286=10"
270=10°

254x10*

2.38x10"°
25 100 200 300
Temp. [°C]

Mold Temp. User Def.
Temp.

ol ol

60 [*C] 25 °cl

Ejection
Temp.

(]~

176 [*C]
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mIid=*  Frigel Syncro

La tecnologia Syncro di Frigel consiste in una centralina brevettata che consente una
significativa riduzione del tempo ciclo (fino al 40%).

Sincronizzata digitalmente con lo stampo, 'unita Microgel Syncro eroga acqua fredda
solo durante la fase di raffreddamento, riducendo drasticamente i tempi di

raffreddamento e mantenendo calde le cavita dello stampo durante la fase di iniezione.

Microgel Syncro provides chilled water The part reheats the cavity,
only during the cooling phase improving the next injection phase
15°C /60 °F

N

Frigel

Intelligent Process Cooling

PATENT PENDING



mids™  Dati processo Syncro

” anel SYNCRO Test - Process Data and Test Result - R.201001

Intelligent Process Cooling

*Mandatory fields

Date* | |
Company name* Mold ID (name)* ZOD14A Notes: The best solution is the E1 both for
Address Part name and/or description (add photos)* Cerniera quatity and for the reduction of cydle time. The
City Material {resin)* P.C Sabic 223 R customer believes that in order to improve the
Country Part maximurm thickness mm loose pin hole problem (not serious problem),
Web-site Part minimum thickness mm 3 e pein iedince Therle nsliameten by d fow

cents. After the mach:ne has been stopped due
Contact name* Part weight er to various prohlams :acassary to restart
Mobile phone* MNumber of cavities n 2 with the mol d then re-enter
E-Mail* Cold runners total weight (if any) ar the syncro mode. T iting ‘mefrom

Hot (iF ) a machine stop to ok to restart is about 13-14
L i . * | ot runners (if an
IMM - Machine ID - Model /TON ERgelag y KW minutes. All this if the break is longer than
: m : BT .

'Ava||able tMold open/closed signal - Digital OUTPUT? _ Fotalinjection weight* ar 20 about 5 minutes.

{ Syncro
Test name (Recipe name) Traditional
Total Cycle Time* sec 31,6 sec sec All circuits
Injection sec 1 sec sec Het-eonreeted
Post-injection (helding) sec 7 sec sec o i 20
Dosing time sec 8.3 sec sec o5 100
Cooling time* sec 18 sec sec
Open mold /part extraction/close mold sec 5,5 sec sec % 0
Actual dosing speed rpm 45 rpm rpm ST o
Maximum dosing speed pm pm rpm Sec/10
Total throughput ka/hr 2,28 ka/hr #ODIV/0 ka/hr #DIV/! e
Production rate parts/hr 114 parts/hr | #DIV/0!| parts/hr | #DIV/0!




mid=* processo

[Filling] " Coaling
Filling time (sec) 1 Setting - |Byﬂow = V|
Melt Temperature (oC 250
Mold Temperature (aC) 70 | CoolantInletID | Control point | Time (sec) | T(oC) |Q@Umin) |~|Coolant |D (mm) |Re
Smum Tnjecion pressure (P EC1 (Group1) |2 0 20 ~lo water |24 0
el ol el 11 5 20 ~la0 ‘water |24 351775
L 12 12 20 ~lo ‘water ~|24 0
Packing time (sec) i & v ater )
Maximum packing pressure (MPa) | 250
[Cooling]
Cooling Time (sec) 13
Mold-Open Time (sec) 5.5 <Prediction of Gate-Freeze Time>
SR ARl el s Freeze Time of Gate #1 = 4.496 sec
Air Temperature (oC) 18
Rusceliancods] Freeze Time of Gate #2 = 4.496 sec
Cycle time (sec) 265

1 Sec 13 Sec 5.5 Sec

40 |/min -

0 1 5 12 21 26.5
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1200.000 —
960.000 —
720,000 —
480.000 —

240.000 —

0.000

Velocita refrigerante

Cooling-Coolant Total Velocity

0.000

1
£.000

|
12.000

|
30.000



mMIdE™  Gicli transitori

Cooling-Cavity Surface Average Temperature :.:_
84.000 —
\ N ‘ Time (sec} : 0.000 A
‘ ~— Run 4 : Syncro Initial Temp 70 20°c per 10 sec Schulablend 800 Cooling 18 Cycle 31.5 (°C) :| 70.000 Time (sec) : 625.056
_ - " 4 5yne ial Temp 70 20°c per 10 sec Schulablend 800 Cooling 18 Cycle 31.5 (°C):  47.130
75,600 —
67.200
58.800 —|
50.400 —
42,000 0 ‘ 0 0 !
0.000 140.000 280.000 420.000 560.000 700.000

Time (sec)

~—— Run 4: Syncro Initial Temp 70 20°c per 10 sec Schulablend 800 Cooling 18 Cycle 31.5 (°C)




MIEEE Cicli Syncro

La temperatura superficiale della cavita nei raffreddamenti con attivo il SYNCRO si abbassa piu

velocemente rispetto ad un raffreddamento tradizionale e la durata del SYNCRO determina a che range di
temperatura lavorera lo stampo.

Cooling-Temperature

91,000 —
— —
82,600 | \
| &
74200 —|
L — L \
(m)
57.400 |
#9.000 | T T T \
57.000 65.500 74.200 82.800 51.400 100.000
Time (sec)
~— Run 8 : Traditional Schulablend 800 Cooling SH2{m) {*C} — Run 11 : Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend 800 Cooling 18 Cycle 31.5 SN2{m) (°C)
— Run 12 : Syncro Initial Temp 70 20°c per 5 sec Schulablend 800 Cooling 10 Cycle 31.5 SN2{m) (°C)




mid&* - Cicli Syncro

Le temperature dello stampo appena ci allontaniamo dal foro di raffreddamento sono meno sensibili al
processo di accensione e spegnimento dell’acqua nei circuiti

81.000 —
70.200 —|

59.400 —

48.600 —

37.800 —|

L /

27.000 | \ \ | |
480.000 490.000 500.000 510.000 520.000 530.000

Time (sec)

~—— Run 6 : Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend BOD Cooling 13 Cycle 26.5 SN3{m) (°C) —— Run 6 : Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend 800 Cooling 13 Cycle 26.5 SN4{(m) (°C)
—— Run 6 : Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend 800 Cooling 13 Cycle 26.5 SN5(m) (°C) —— Run 6 : Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend 800 Cooling 13 Cycle 26.5 SNG{m) (°C)




mid= - Cicli Syncro

Aumento della temperatura stampo finita la fase di raffreddamento

96.000 —

£6.400 —

76.800 —

67.200 —

57.600

48.000 I I ‘ 1
480.000 485.000 490.000 495.000 500.000 505.000

Time (sec)

~—— Run 6 : Synero Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend 800 Cooling 13 Cycle 26.5(Copy of Run 2) SN2(mj} {°C) —— Run 6 : Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend 800 Cooling 13 Cycle 26.5(Copy of Run 2) SNB(m) {°C}
—— BRun 6 : Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend 800 Cooling 13 Cycle 26.5(Copy of Run 2} SH10{m} {°C) —— Run 6 : Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend 800 Cooling 13 Cycle 26.5(Copy of Run 23 SN12{mj} {°C})




mIdE™  Confronto ciclo Syncro Vs ciclo tradizionale

Ciclo 31.5 «Tradizionale» Ciclo 26.5 7 sec. cooling 20°C

[Filling] [Filling]
Filling time (sec) 1 Filling time (sec) 1
Melt Temperature (oC) 250 Melt Temperature (o) 250
Mald Temperature (oC) 70 Mold Temperature (o) 70
Maximum injection pressure (bar) | 2500 Maximum injection pressure (bar) | 2500
Injection volume (cm*3) 21.8267 Injection volume (cm"3) 21.8267
[Packing] [Packing]
Packing ime (sec) 7 Packing ime (sec) 7
Maximum packing pressure (bar} | 2500 Maximum packing pressure (bar) |2500
[Cooling] [Coaling]
Sy e e = Cooling Time (sec) 13
MR B ) e Mold-Open Time (sec) 5.5
Elod iefpci-ae: (00 L Eject Temperature (oC) 176
Air Ti Il oC 18

Rl Air Temperature (oC) 18
[Miscellaneous] z

[Miscellaneous]
Cycle time (sec) 3156 =
Cycle time (sec) 2658
Cooli
Cooling i i
T . Setting : | By flow rate v|
Setting : | By flow rate ~ — i
CoolantInletID | Control point | Time (sec) | T (oC) |Q(I.rmir'|) l_‘_' Coolant | D {mmj) | Re
CoolantinletlD | T (oC) awmin) [~ coolant |[D(mm) [Re e 2 § s - Vi ~ 5 0
EC1 (Group 1) Refer to Mald Temperature 20 Water 7124 43163 4 1-1 5 20 ~lao water _~|24 351775
12 12 20 ~lo water v|24 0




mIdE™  Confronto ciclo Syncro Vs ciclo tradizionale

Ciclo 31.5 «Tradizionale» Ciclo 26.5 7 sec. cooling 20°C
Traditional Completo Schulablend 800 Syncro Initial Temp 70 20°¢ per 7 sec Schulablend 800 Cooling 13 Cycle 26.5 Completz
Cooling_Mazx. Time to Reach Ejection Temperature Cooling_Max. Time to Reach Ejection Temperature
Final Cycle Final Cycle
Time = 25.979 sec (EOC) Time = 20.977 sec (EOC)
[sec] lene]

Mla 42.805 42.805
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Ciclo 31.5 «Tradizionale»

42.805
38.524
34.244
29963
25.683
21.402
17122
12.841
8.561
4.280
0.000

Total =100.000 % ;Min=0000; Max=42805; Avg=9248;

Cooling_Max. Time to Reach Ejection Temperature [sec]
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% B80% 90% 100%

| 147%
[ 116%
143%
148%
P 204%

| BLES

| ERRT

B 080t
I o 5o
I ;169

Confronto ciclo Syncro Vs ciclo tradizionale

Ciclo 26.5 7 sec. cooling 20°C

SD=8618

36.704
33.033
29.363
25693
22.022
18.352
14 681
11.011
7341
3.670
0.000

Total = 100.000 % ; Min = 0.000; Max=36.704; Avg=7.050; 5D=7.392

Cooling_Max. Time to Reach Ejection Temperature [sec]
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% B80% 90% 100%

| 136%
[ 1.03%
138%
141%
| 174%

P o0z

| R

B 0o07%

| RELED
I, :: 120
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Confronto ciclo Syncro Vs ciclo tradizionale

Ciclo 31.5 «Tradizionale»

Traditional Completo Schulablend 800
Packing_Sink Mark Displacement
Time = 7.960 sec (EOF)

[mm]

Ciclo 26.5 7 sec. cooling 20°C

Syncro Initial Temp 70 20°¢ per 7 sec Schulablend 800 Cooling 13 Cycle 26.5 Completa
Packing_Sink Mark Displacement

Time = 7.960 sec (EOF)

[mm]




mIdE™  Confronto ciclo Syncro Vs ciclo tradizionale

Ciclo 31.5 «Tradizionale» Ciclo 26.5 7 sec. cooling 20°C

Warpage_Total Displacement

[mm]
Man 0323
0.306
0.288
0.270
0.253
0.235
0.217
0.200
0.182
0.164
0.147
0.129
0111
0.094

0.076

0.058

Warpage_Total Displacement

[GEES

[mm]
0.323

0.306

0.288

0.270

0.253

0.235

0.217

0.200

0.182

0.164

0.147

0.129

0.111

0.094

0.076

0.058



mid=* - Conclusioni

Tutto lo studio riguardante I'implementazione di un sistema di raffreddamento come il Syncro di Frigel pud
essere supportato da Moldex3D grazie alla simulazione termica utilizzando le seguenti funzioni:
» Analisi dei transitori termici nel ciclo (in questo caso variazione di portata)

tem Value lunt | R
Cooling method Transient ;l -
Initial Mold Temperature 70 oC Setting - | By flow rate v
Air Temperature 18 o = :
: Coolant Inlet D | Control point | Time (sec) [T (oC) | |Q@min) |~ coolant |D(mm) |Re |
Eject Temperature 176 o
Cooling Time 13 sec EC1 (Group 1) 2 0 20 0 Water Li 24 0
Mold-Open Time 55 sec 1-1 5 20 40 Water LI 24 35177 5
Ejection Timing After Mold Open 0 sec 1-2 92 20 0 Water L‘ 24 0
Mold preheat Setting |

» Realistica rappresentazione del distributore
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Conclusioni

Utilizzo di due tipologie di sensori sulla cavita e nello stampo (sensor e probe node)

Attribute Wizard

4 Attribute
Aftribute:

| Sensor Node

4 Other Parameters

Sensor Group 1D

| Mot specified

User Defined Group

[ Not specified

4 ® [ Sensor Node(6)
® ® SN1, SN2(m)
O ® SN3(m)
) ® SN4(m)
() = SM&(m)
® e SNE(mM)
@® e SN7,SN&(m)
4 @ -i- Probe Node(2)
@ ® Cooling entrata
® e Cavita



mid=* - Conclusioni

Cooling-Temperature

84.000
v Pl
| Curve Setfting
Fpas 76.500
‘ |Hist0ry Curve SHT, SHalm).
Options
‘ Source Available ltems 69.600
| |Moldex3D Result - ] |Target
Run O sw1
[Run 2 = E SN2(m)
— O SN3(m) 62400
_Molm_ng Stage ,:l SNd(m)
| Cooling. - [ snsm)
O sNe(m)
‘ = | @ SNy
Malding Property L] SN8(m) 20
Measuring Face
All Sensor
— Probe Node — 45,000 T T T T
— 400.000 416.000 432.000 448.000 464.000
All Probe b
S XY Plot — x

Curve  Setfing

Title

Options
Kibds Auto Group: ‘D
¥ Axis Position: (77 Inner () Top @) Bottom () Left (71 Right
Font Caption Items RunD [ RunRemark [W] Node Name [J] Analysis Resultame  [&] Units
Legend Curve Style
Display Order | Dash Type | width | Color | Mark Type | Curve Caption
1 —E:E R — * Run 2 Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend
2 —— [F 3 || B | — [~ Run2:Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend
3 = 3 = - = * Run 2 Syncro Initial Temp 70 20°c per 7 sec Schulablend




Grazie per I'attenzione




